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De Product Verification afdeling van Melexis ontwikkelt 
systemen om sensoren te karakteriseren en te verifiëren.        
De “High-Temperature Operating Life”-test is één van de 
belangrijke methoden om de intrinsieke betrouwbaarheid te 
onderzoeken. De bestaande HTOL-setup is niet flexibel genoeg 
om sensoren te karakteriseren waarvan de testprocedures niet 
op hetzelfde moment starten. Bovendien is het niet mogelijk 
om eenvoudig verschillende types sensoren uit te testen. 
Hierdoor is er nood aan een meer flexibel en modulair HTOL-
systeem.
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Hardware Software

Karakterisatie van twee projecten met elk 4 druksensoren in Labview.
• 12131BC – absolute, discrete sensor – Vdiff (V)
• MLX90818 – absolute, geïntegreerde sensor – CH0 mean

De 3D-weergaven van de ontworpen PCB’s zijn weergegeven in figuren 1-3. 
De chip- en relaisborden worden gestapeld waarbij de onderlinge 
connecties worden verzorgd via flat cables. De instrumenten worden 
aangesloten op de onderste relais-PCB van de stack.

Fig 4: Visualisatie 12131BC – Vdiff (V) Fig 5: Visualisatie MLX90818 – CH0 meanFig 1: 3D-weergave chip-PCB Fig 2: 3D-weergave adapter-PCB Fig 3: 3D-weergave relais-PCB


